科技專案推動資通訊電子產業之策略與方向
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	資通訊電子是我國最重要的產業之一，以兩兆雙星為例，半導體、平面顯示器、數位內容等都含括在內，為了協助相關產業科技發展，科技專案也大力投入支持，並逐漸推動其在國際舞台上發光發熱。舉例來說，IC設計業產值僅次於美國，而影像顯示產業中的面板產業產值亦高居全球第二名，顯見科專投入確實是資通訊電子產業創新成長的動力引擎！
在科技專案19項產業技術領域中，經濟部技術處三科主要負責資訊、通訊、光電、電子等四大領域。徐紹中顧問表示，科專每年投入在資通光電領域的心力與資源相當可觀，約佔法人科專1/6、業界科專1/4，目前正積極配合各項國家型計畫及重點發展計畫，推動半導體、光電、平面顯示、無線通訊等技術研發與產業發展工作。

科技專案推動資通訊電子產業的策略方向
徐顧問表示，科技專案投入資通訊電子產業發展，可歸納出強化既有的優勢產業、佈局未來潛力產業、協助成熟產業轉型升級、長期耕耘無線通訊、強調應用與服務等幾個方向。他進一步說明，2004年我國半導體產業產值突破兆元台幣，平面顯示產業產值超過7,000億，在全球產業鏈中也佔有重要地位，晶圓代工位居龍頭，IC設計僅次於美國，面板產值則居全球第二。由此可見，半導體及平面顯示不僅是我國經濟發展的重要支柱，也是台灣具有全球競爭力的優勢產業，此種產業必須協助維持它的優勢，以期超越領先我國之先進國家，並拉開落後於我國的國家差距。

除維持既有的優勢產業外，科技的發展一日千里，當業者埋首於擴大市場的同時，科技專案則以長遠眼光，檢視未來具潛力的技術，支持法人研發單位投入探索型、前瞻型的研發，例如配合未來電子產品可攜化、隨身化的發展趨勢，科技專案正投入軟性電子技術發展。另一方面，針對資通訊電子領域中已步入成熟期的產業，促成新的衍生應用並支持所需技術之研發，例如發展白光LED成為新一代的環保光源，可協助傳統LED業者轉型、跨足照明產業。

無線通訊是科技專案引以為傲的投入標的，如成熟茁壯的Wireless LAN產業、2G、2.5G、3G的技術紮根及商品化、手機應用蓬勃熱絡，可說是科專從無到有協助業界建立起技術能量。近年來積極鼓勵研發聯盟成立，以群體力量發展行動終端軟體、硬體、應用服務平台；下階段則鎖定發展WiMAX及4G，長期耕耘無線通訊產業。此外有鑑於資訊科技已相當成熟，而且是非常重視整合性、應用性的領域，因此科專投入方向特別強調應用與服務，研發成果要能成為一個完整的應用、一項服務，或是一個系統產品，並促成相關服務型產業誕生。

科專發展資通訊電子產業的工作重點
徐顧問表示，在上述方向中，科技專案已有多項投入工作重點。
促成IC走向SoC
隨著電子產品對於輕薄短小及低耗電等需求日益殷切，因此如何在更小面積容納更多電子元件、甚至實現將一系統濃縮在單一晶片（Systemon Chip；SoC），成為產業發展的重要趨勢。為及早因應此一趨勢，科技專案已配合晶片系統國家型計畫著手投入，目前已推動3項法人科專、29項業界科專、3項學界科專，並有很好成果，例如核心處理器技術即有自主的32bit PAC DSP，以及支持凌陽開發的S+Core且授權給學界研究使用。此外，科技專案也持續透過催生國外大廠來台設立SoC研發中心、打造全球首創的IP Mall、制定IP Qualification Guideline、支持EDA軟體及設計平台研發、推動關鍵自主IP及系統產品產出等方式，促成SoC所需之技術與產業環境逐漸成熟，以推動台灣成為全球SoC設計重鎮。

發展平面顯示前瞻技術及自主關鍵零組件
儘管我國平面顯示產業已有不錯的發展，但仍有關鍵技術、零組件及設備等自主性較為不足的隱憂，因此科技專案在這幾方面力求突破。在關鍵性材料與元件方面，除了要把彩色濾光片、偏光板、背光模組、驅動IC與玻璃基板等關鍵零組件的自製率在2006年提升為80%外，並致力開發奈米材料與先進有機材料。此外，也積極進行前瞻性的技術研發，如有機電激發光（OLED）顯示技術、奈米碳管場發射顯示器（CNT-FED）、軟性（Flexible）顯示器及電子元件等。在製程及設備方面，則結合業者力量，推動TTLA（台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會）主要業者組成TTLA研發聯盟，進行各項製程技術及材料設備開發等工作。

支持研發軟性電子技術
軟性電子（Flexible Electronics）可將微電子元件製作在可撓式塑膠或金屬薄片基板上，具製程便宜、重量輕、成本低、耐摔與耐衝擊等特性，配合未來電子產品可攜化、隨身化的發展潮流，有機會成為下世代主流，發展軟性顯示器、可撓式電子書報等柔軟、可自由捲曲的電子產品。因此，軟性電子產品應用與產業發展，也成為今年行政院SRB會議的探討議題之一。有鑑於軟性電子不僅深具發展潛力，且可結合台灣半導體及平面顯示兩大優勢產業，創造出不同於硬式基板的應用，進而形成次世代的新興產業，因此科技專案將積極支持軟性電子的藍圖規劃、技術研發、專利佈局等工作，並協調產研分工與整合，以厚植軟電未來發展能量。

推動國人自主研發的紅光FVD形成產業
在科技專案的努力下，結合光學及電子學的光儲存技術不斷突破創新，如過去投入DVD光學讀取頭、晶片組以及主軸馬達等關鍵技術研發均有所成，並促成業界共同成立DVD聯盟，積極參與國際組織DVDForum，爭取參與標準制定的機會，以強化產業競爭力。近年來有鑑於光儲存新技術研發及參與規格制定，是必須積極努力的方向，因此科專推動工研院光電所與29家業者成立前瞻光儲存研發聯盟，日前已正式推出全球第一個使用紅光雷射之高畫質影音光碟（High Definition FVD），其規格標準、碟片與碟機的關鍵零組件皆由國內自行開發，目前正積極推動產業化工作，成為廣受國內外使用的產品，以建立我國自主化的光儲存產業。

協助白光LED跨足照明產業
現階段國內LED產業已相當成熟，如何再創另一波商機，成為相關廠商努力目標，而將白光LED商品化、開發作為新一代的環保新光源，可說相當具有發展潛力。因此，技術處透過整合性業界科專機制，整合國內主要的LED上中下游廠商，推動成立白光LED研發聯盟，目前正運用我國進步的光電半導體技術，提高白光LED發光效率，並投入材料和元件開發、光學設計、照明應用與檢測標準等工作，同時積極切入燈具開發，以符合次世代照明的需求。不僅可協助國內傳統LED產業轉型，更有機會在未來國際照明市場佔有一席之地。

加速WiMAX及4G發展
WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave Access）最大傳輸距離約48KM、速度約134Mbps，具有取代實體寬頻佈線的潛力，在科技顧問組的規劃下，技術處將整合法人與業界，執行WiMAX加速計畫，預計2008年有一區域性實體示範應用成果產出。而在4G方面，也將開始進行規劃，並特別重視關鍵技術開發與掌握、專利佈局、標準參與三項重點，希望協助我國產業在4G發展過程中，及早切入，並建立起關鍵技術、關鍵智財並積極參與標準制訂。

強調應用與服務　帶動服務型產業發展
資訊科技已相當成熟，因此科專的投入重點特別強調「應用與服務」，例如行動生活、普及運算、數位內容等，針對這些應用標的，探討其幕後所需之技術為何，進一步投入加以建構，並促成相關服務型產業誕生。舉例來說，為配合數位學習國家型計畫發展，業界科專支持四家軟硬體廠商，針對台灣九年國教設計數位學習解決方案，研擬這項應用服務所需之架構、介面及標準並進行研發。而為了帶動新興服務業產生，科技專案還推動「創新服務業界科專計畫」，鼓勵各產業領域結合創意與科技，尤其是資通訊科技，以產生新型態且高附加價值的服務業。

重視績效展現　落實科專成果運用多元化
徐顧問指出，今年初立法院刪減科技專案預算40億，而日前政府規劃明年預算時，則決定提高科技預算，希望達到佔3%GDP的水平；這兩件看似相反的事情，其實背後同樣在反映對科技研發績效的重視。立院減碼，是要求反省、檢討研發的投入與產出；而政院加碼，則代表政府仍期許以研發帶動經濟發展。歸納起來，正是深切期待科技專案的績效，能彰顯在產業效益上！
其實，經濟部技術處在去年即啟動科技專案再造工程，以提升成果效益為目標，陸續展開研發成果多元化運用的檢討和進程。過去科技專案以產業技術開發為主，未來要轉型為「帶動產業技術創新、創造產業價值」的重要政策工具，推動台灣產業經濟朝「新價值創造」邁進，三科對於資通訊電子產業，也積極要求法人在投入研發時，不僅考慮前瞻性，也要結合未來成果產出及運用策略，以跨越所謂科技到產業之間的「死亡之谷」，達到創造產業價值的目的。
他進一步說明，科技專案成效並非僅止於技術移轉，重點是帶動產業發展，因此技術處釐清、變革多項制度，諸如：不再要求先期參與和先期授權、推動適度專屬授權、鼓勵專利組合、支持合理境外實施等，並要求法人進行成果產出及運用策略規劃、智財佈局、積極維護專利等作為，以促使科技研發與產業價值能夠緊密結合。徐顧問表示，當以「創造產業價值」為使命時，科技專案在策略及機制上也隨時檢討革新，並推動法人研發計畫垂直與水平整合，以期未來科專投入能展現出更耀眼的績效，成功引領台灣再創資通訊電子產業的新高峰！ 
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